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Prufungsantrag gem. S 44 PatG ist gestellt 

@ Untermetallisierung fur Lotmaterialien 

@ Eine leioht herstellbare und gut mit versohiedensn Lotma- 
terialien benetzbare Untermetallisierung umfaBt eIne Titan- 
schicht. 
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Die folgenden Angab« 



reichten Unteriagen entnommen 
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Beschreibung 

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine Un- 
termetallisierung bzw. auf eine sogenannte Under- 
bump-Metallisierung fiir verschiedene Lotmaterialien. 

Eine Voraussetzung fiir eine solclie Metallisierung 
besteht darin, daB sie fiir das aufzubringende Lotmateri- 
al gut benetzbar ist und gleichzeitig als Diffusionsbar- 
riere wirksam ist. 

Im Stand der Technik sind Untermetallisierungen be- 
kannt, die als Haftvermittler und Diffusionsbarriere 
wirksam sind. Als Material wird hierfflr Titan- Wolfram 
verwendet, das durch Zerstauben bzw. Sputtem aufge- 
braciitwird. 

Der Naciiteil bei der Verwendung solclier Metallisie- 
rungen besteht darin, daB eine weitere metallische 
Sciiiclit, die beispielsweise aus Kupfer, Nickel, eta be- 
steht, auf der Titan- Wolfram-Schicht aufzubringen ist, 
um eine benetzbare Grundlage fur die Lothocker oder 
das Die-Bonden bereitzustellen. Ein weiterer Nachteil 
besteht darin, daB das Aufbringen der zweiten metalli- 
schen Schicht zu einer Bildung von sprSden intermetal- 
lischen Phasen niit dem Lotmaterial fiihrt. 

Ausgehend von diesem Stand der Technik liegt der 
vorliegenden Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine 
vereinfacht herstellbare Untermetallisierung fQr Lotma- 
terialien zu schaffen, die mit den Lotmaterialien gut be- 
netzbar ist 

Diese Aufgabe wird durch eine Untermetallisierung 
nach Anspruch 1 gelSst. 

Die vorliegende Erfindung schafft eme Untermetalli- 
sierung ffir Lotmaterial, die eine Titanschicht aufweist 

Gegeniifaer dem oben beschriebenen Stand der Tech- 
nik bietet die vorliegende Erfindung den Vorteil, daB fiir 
eine gute Benetzbarkeit mit euiem Lotmaterial keine 
zweite metallische Schicht erforderlich ist, wodurch sich 
das Herstellungsverfahren fiir solohe Untermetallisie- 
rungen erheblich vereinfacht 

Ein weiterer Vorteil besteht darin, daB durch die Ver- 
meidung der zweiten metallischen Schicht die Bildung 
der sproden intermetallischen Phasen vermieden wird. 

GemaB einem weiteren Aspekt der vorliegenden Er- 
findung, wird die Titanschicht in Verbindung mit einer 
diinnen Goldschicht verwendet 

Der Vorteil der Verwendung einer Goldschicht in 
Verbindung mit Titanschicht besteht in der ausgeprSg- 
ten Affinitat von Titan zu Gold. Diese starke Affinitat 
zwischen dem Titan und dem Gold fiihrt zu einer Bil- 
dung von intermetallischen Phasen zwischen diesen. 
Diese intermetallischen Phasen sind mit den Lotmate- 
rialien gut benetzbar. 

Ein weiterer Vorteil der Verwendung der Goldschicht 
besteht darin, daB-die Metallisierungsflachen durch die 
oben liegende Goldschicht vor einer Oxidation ge- 
schiitzt sind. 

GemaB einem weiteren Aspekt der vorliegenden Er- 
findung wird die Titanschicht zusammen mit einer di- 
rekt aufgebrachten Zinnschicht verwendet Hierbei be- 
steht ein Vorteil darin, daB die Titanschicht mit der 
Zinnschicht verschiedene intermetallische Phasen bil- 
det so daB sich eine gute Benetzbarkeit mit dem Lotma- 
terial ergibt 

Bevorzugte Weiterbildungen der vorliegenden Erfin- 
dung sind in den Unteranspruchen definiert 

Anhand der beiliegenden Zeichnungen werden nach- 
folgend bevorzugte Ausfiihrungsbeispiele der vorlie- 
genden Erfindung naher erlautert Es zeigen: 

Kg. 1 ein erstes Ausfflhrungsbeispiel eines Substrats 
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mit einer Untermetallisierung und einem Lotdepot ge- 
maB der vorliegenden Erfindung; 

Big. 2 em zweites Ausfuhrungsbeispiel eines Sub- 
strats mit einer Untermetallisierung und einem Lotde- 
5 pot gemaB der vorliegenden Erfindung; 

Fig. 3 ein drittes Ausfuhrungsbeispiel eines Substrats 
mit einer Untermetallisierung und einem Lotdepot ge- 
maB der vorliegenden Erfindung. 
In der nachfolgenden Beschreibung der vorliegenden 
10 Erfindung sind Elemente, die in den unterschiedlichen 
Zeichnungen gleich sind, mit den gleichen Bezugszei- 
chen versehen. 

In Fig. 1 ist ein erstes Ausfiihrungsbeisplel der vorlie- 
genden Erfindung dargestellt 
15 Auf einem Substrat 100 ist eine Metallschicht 110 
angeordnet auf der eine Titanschicht 120 angeordnet 
ist Diese Titanschicht 120 bildet die Untermetallisie- 
rung fiir ein auf diese Titanschicht 120 aufzubringendes 
Lot 130. 

20 Die Titanschicht 120 bietet fiir verschiedene Lotmate- 
rialien 130 eine benetzbare Grundlage. Mogliche Lot- 
materialien schlieBen z. B. Pb/Sn, Au/Sn, In-Lote, Sn/ 
AgjSn/Bieiru 

MSgliche Belotungsverfahren schlieBen z. B. das me- 
25 chanische und galvanische Bumpen, die Tauchbeiotung 
und das Aufdampfen ein. 

Die erfindungsgemaBe Untermetallisierung ist jedoch 
nicht auf solche Belotungsverfahren beschrankt, son- 
dern sie ist ebenfalls fiir Lotschicfaten verwendbar, die 
30 fiir das sogenannte Die-Bonden aufgebracht werden. 
Bei dem in Fig. 1 dargesteilten Ausfiihrungsbeispiel 
ist wShrend eines Herstellungsprozesses, z. B. eines 
Bauelements, bei dem Lotmaterialien aufgebracht wer- 
den mttssen, nur ein Schritt zur Aufbringung der Unter- 
35 metallisierung notwendig. 

Bevor das Lotmaterial 130 auf die Titanschicht 120 
aufgebracht wird, muB von dieser eine Oxidschicht ent- 
fernt werden, die sich auf der Titanschicht 120 bildet 
wenn der HerstellungsprozeB in einer normalen Umge- 
40 bung durchgefiihrt wird. 

Die Ausbildung einer Oxidschicht auf der Titan- 
schicht 120 kann jedoch vermieden werden, wenn der 
HerstellungsprozeB im Vakuum durchgefiihrt wird. 
Die Metallschicht 110 kann beispielsweise aus Alumi- 
45 nium oder Gold hergestellt sein. 

Anhand der Fig. 2 ist ein zwehes Ausfuhrungsbeispiel 
der vorliegenden Erfindung naher beschrieben. Das in 
Fig. 2 dargestellte zweite Ausfiihrungsbeispiel ent- 
spricht im wesentlichen dem Ausfiihrungsbeispiel aus 
50 Fig. 1. Hier ist jedoch zwischen der Titanschicht 120 und 
dem Lotmaterial 130 eine Goldschicht 140 angeordnet 

Aufgrund der Tatsache, daB Titan gegenuber Gold 
eine starke Affinitat aufweist bildet es mit diesem ver- 
schiedene sogenannte intermetallische Phasen. Diese in- 
55 termetallischen Phasen sind durch verschiedene Lotma- 
terialien gut benetzbar. 

Mogliche Lotmaterialien wurden bereits anhand des 
Ausfuhrungsbeispiels 1 in Fig. 1 beschrieben. 
Durch die Verwendung der Goldschicht 140 wird 
60 wahrend eines Herstellungsprozesses der Untermetalli- 
sierung eine Oxidation der Titanschicht 120 vermieden. 
Es ist offensichtlich, daB die Schicht 140 nicht auf Gold 
beschrankt ist sondern daB jedes andere Metall, das 
eine ausreichende Affinitat gegentiber Titan aufweist 
65 fiir diese Schicht 140 genauso geeignet ist 

Anhand der Fig. 3 wird nun ein drittes Ausfiihrungs- 
beispiel der vorliegenden Erfindung naher beschrieben. 
Das m Fig. 3 dargestellte Ausfiihrungsbeispiel ent- 
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spricht im wesentlichen dem Ausfuhrungsbeispiel aus 
Fig. 2, auBer daB anstelle der Goldschicht eine Zinn- 
schicht 150 zwischen der Titanschicht 120 und dem Lot- 
material 130 angeordnet ist. 

Titan bildet mit Zinn verschiedene intermetallische 5 
Phasen, so daS hierdurch wiederum eine gute Benetz- 
barkeit fiir die Lotmaterialien gegeben ist. 

Wahrend des Herstellungsprozesses bildet sich auf 
der Zinnschicht 150 eine Oxidschicht, die vor dem Auf- 
bringen des Lotmaterials 130 zu entfernen ist. Mogliche 10 
Verfahren zur Entfernung dieser Oxidschiciit, ebenso 
wie zur Entfernung einer Oxidschicht, die sich direkt auf 
der Titanschicht 120 gebildet hat (erstes Ausfuhrungs- 
beispiel), umfassen mechanische Verfahren, wie z.B. 
Ultraschallverfahren, chemiscfae Verfahren,- wie z.B. 15 

das Plasma-Atzen, und physikalische Verfahren, wie 

z. B. das Sputter- Atzen. 
Es wird darauf hingewiesen, daB mogliche Materia- 

lien fiir die Schicht 150 nicht auf Zinn beschrankt sind, 

sondern daB jedes andere Lotmaterial, das entsprechen- 20 

de Eigenschaften aufweist, fQr die Verwendung in der 

Schicht 150 geeignet ist. 
Ferner sei hervorgehoben, daB die in den oben be- 

schriebenen Ausfuhrungsbeisplelen dargestellten 

Schichten 110 bis 150 durch an sich bekannte Abschei- 25 

dungsverfahren oder andere Verfahren zum Aufbringen 

von Schichten herstellbar sind. 
In alien oben beschriebenen Ausfiihrungsbeisplelen 

der vcrliegenden Erfindung ist die Titanschicht 120 zu- 

satzlich als Diffusionsbarriere wirksam. 30 

Patentansprtiche 

1. Untermetallisierung fiir Lotmaterialien, gekenn- 
zeichnet durch eine Titanschicht (100). 35 

2. Untermetallisierung nach Anspruch 1, gekenn- 
zeichnet durch eine erste Schicht (140) aus einem 
Material, das gegenuber Titan eine starke Affinitat 
aufweist, die auf der Titanschicht (120) angeordnet 
ist, auf der ein Lotmaterial (130) abgeschieden wird. 40 

3. Untermetallisierung nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daB die erste Schicht (140) eine 
Goldschicht ist. 

4. Untermetallisierung nach Anspruch 1, gekenn- 
zeichnet durch eine Zinnschicht (150), die auf der 45 
Titanschicht (120) angeordnet ist, auf der ein Lot- 
material (130) abgeschieden wird. 

5. Untermetallisierung nach einem der Anspriiche 1 
bis 4, gekennzeichnet durch ein Substrat (100), auf 
dem die Titanschicht (120) angeordnet ist. 50 

6. Untermetallisierung nach Anspruch 5, gekenn- 
zeichnet durch eine Metallschicht (110), die zwi- 
schen der Titanschicht (120) und dem Substrat (100) 
angeordnet ist. 

7. Untermetallisierung nach Anspruch 6, dadurch 55 
gekennzeichnet, daB die Metallschicht (110) aus 
Aluminium oder Gold besteht. 
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